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【57】申請專利範圍
1.　一種混合實境(MR)頭戴式裝置，用以控制MR環境中之半導體製造工具，該MR頭戴式
裝置包含：

一或多個處理器；

一顯示器，耦合至該一或多個處理器；

一或多個相機；及

儲存複數電腦可執行指令的一或多個記憶體，當被執行時，該複數電腦可執行指令使該

一或多個處理器：

與該半導體製造工具之一MR控制系統建立一無線通訊管道；
經由該無線通訊管道而自該MR控制系統接收與該半導體製造工具相關的操作資訊，其
中該操作資訊包含從該半導體製造工具的一或多個感測器取得的感測器數據；及

在該MR環境中使與該感測器數據及一或多個控制特徵相關的內容成像。
2.　如請求項 1之MR頭戴式裝置，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多個處理器以
下列方式開始建立該無線通訊管道：

識別與該MR控制系統相關的一無線存取點及與該無線存取點相關的一密碼；及
利用該密碼連接至該無線存取點。

3.　如請求項 2之MR頭戴式裝置，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多個處理器以
下列方式識別該無線存取點：
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經由一或多個相機中的一相機獲得影像數據；

識別該影像數據中的一機器可讀碼；

解碼該機器可讀碼以取回經加密之資訊；及

利用儲存在該記憶體中的金鑰資訊解密該經加密之資訊，其中該經解密之資訊包含該無

線存取點及該密碼的一識別符。

4.　如請求項 1-2中任一者之MR頭戴式裝置，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多
個處理器基於來自該MR頭戴式裝置之一或多個感測器之數據識別該MR頭戴式裝置之
一物理位置及一位向，其中該內容係自基於該MR頭戴式裝置之該經識別之物理位置及
位向的一視角來成像。

5.　如請求項 1-2中任一者之MR頭戴式裝置，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多
個處理器：

接收指示與該半導體製造工具相關之第二操作資訊的一輸入，其中該第二操作資訊係至

少部分不同於該操作資訊；及

使針對該第二操作資訊之一要求被傳輸至該MR控制系統；
自該MR控制系統接收該第二操作資訊；及
使與該第二操作資訊相關的第二內容成像。

6.　如請求項 5之MR頭戴式裝置，其中指示該第二操作資訊的該輸入指示下列其中至少一
者：包含在該MR頭戴式裝置所成像之一選單中之一可選擇輸入的一選擇；或該第二操
作資訊係基於識別該第二操作資訊之一機器可讀碼的一影像擷取而產生。

7.　如請求項 5之MR頭戴式裝置，其中該經成像的內容包含一使用者介面元件，該使用者
介面元件呈現來自該半導體製造工具之該一或多個感測器的第二感測器數據，且其中該

第二感測器數據係對應至經要求的該第二操作資訊。

8.　如請求項 7之MR頭戴式裝置，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多個處理器：
接收一第二輸入，該第二輸入指示該使用者介面元件將相對於該半導體製造工具固定於

一空間座標處；

在相對於該半導體製造工具固定的一座標系統中識別一群空間座標，其中該群空間座標

指示該使用者介面元件相對於一固定空間座標之複數邊界；

識別該MR頭戴式裝置相對於該座標系統之一物理位置及一位向；及
基於該MR頭戴式裝置相對於該固定空間座標之該物理位置及該位向修改該使用者介面
元件的呈現。

9.　如請求項 1-3中任一者之MR頭戴式裝置，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多
個處理器：

接收與該半導體製造工具相關之三維模型資訊作為該操作資訊的一部分；

識別該MR頭戴式裝置相對於該半導體製造工具的一物理位置及一位向；及
基於下列者使該半導體製造工具之一或多個元件的三維表示成像：1)該三維模型資訊；
及 2)該MR頭戴式裝置相對於該半導體製造工具之該物理位置及該位向，作為與該MR
環境中之該操作資訊相關之該經成像之內容的一部分。

10.   如請求項 9之MR頭戴式裝置，其中該操作資訊包含該半導體製造工具之該一或多個內
部元件隨著時間的複數位置，且其中該經成像的內容包含該半導體製造工具之該一或多

個內部元件相對於該半導體製造工具隨著時間之該複數位置的表示。

11.   如請求項 10之MR頭戴式裝置，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多個處理器以
下列方式成像該內容：

利用該三維模型資訊產生代表該一或多個內部元件的一或多個三維影像；及
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使該一或多個三維影像由該MR頭戴式裝置基於該一或多個內部元件相對於該半導體製
造工具的該複數位置成像。

12.   如請求項 1-3中任一者之MR頭戴式裝置，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多
個處理器：

接收與該半導體製造工具相關之該三維模型資訊作為該操作資訊的一部分；及

基於該三維模型資訊使該內容成像，其中該經成像的內容包含指示該三維模型資訊所表

示之一零件數位分身之狀態的內容，其中該數位分身代表該半導體製造工具。

13.   一種混合實境(MR)控制系統，包含：
一或多個處理器；

一或多個記憶體裝置，儲存複數電腦可執行指令，當被執行時，該複數電腦可執行指令

使該一或多個處理器：

與一MR頭戴式裝置建立一無線通訊管道；
獲得代表來自一半導體製造工具之感測器輸出的感測器數據；

基於該感測器數據判斷該半導體製造工具的操作資訊；及

經由該通訊管道使包含該感測器數據的該操作資訊被傳輸至該MR頭戴式裝置，其中該
MR頭戴式裝置係配置以使與該感測器數據相關的內容在一MR環境中成像。

14.   如請求項 13之MR控制系統，其中該MR控制系統係與一數位分身通訊，且其中該感測
器數據包含自該數位分身所獲得之虛擬感測器數據。

15.   如請求項 13或 14中一者之MR控制系統，其中該操作資訊包含該數位分身之一狀態的
一指示。

16.   如請求項 14之MR控制系統，其中該複數指令更進一步使該一或多個處理器將與該半導
體製造工具之至少一部分相關的三維模型資訊傳輸至該MR頭戴式裝置，其中該MR頭
戴式裝置基於該三維模型資訊成像指示該數位分身之該狀態的內容。

17.   如請求項 13之MR控制系統，其中MR控制系統係與該半導體製造工具通訊，且其中該
感測器數據包含自該半導體製造工具之一或多個物理感測器所獲得之感測器數據。

18.   如請求項 13或 17中一者之MR控制系統，其中該操作資訊包含該半導體製造工具的一
狀態。

19.   如請求項 13或 17中一者之MR控制系統，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多
個處理器判斷該半導體製造工具之一或多個內部元件隨著時間的複數位置，其中該操作

資訊包含指示該半導體製造工具之該一或多個內部元件相對於該半導體製造工具隨著時

間之複數位置的資訊。

20.   如請求項 19之MR控制系統，其中當被執行時，該複數指令更使該一或多個處理器傳輸
與該半導體製造工具之至少一部分相關的三維模型資訊，該半導體製造工具之該至少一

部分包含該一或多個內部元件的至少一者，其中該MR頭戴式裝置使用該三維模型資訊
以成像基於該三維模型資訊之該一或多個內部元件的複數表示。

21.   如請求項 13-14、16-17及 20中任一者之MR控制系統，其中當被執行時，該複數指令
更使該一或多個處理器：

自該MR頭戴式裝置接收針對至少部分不同於該操作資訊之第二操作資訊的一要求；及
使該經要求的第二操作資訊被傳輸至該MR頭戴式裝置。

22.   一種經由MR對話控制半導體製造工具的方法，該方法包含：
藉由一MR頭戴式裝置建立與一MR控制系統的一無線通訊管道；
藉由該MR控制系統獲得代表來自該半導體製造工具之感測器輸出的感測器數據；
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藉由該MR控制系統至少部分基於該感測器數據而判斷與該半導體製造工具相關的操作
資訊；

藉由該MR控制系統且回應與該MR頭戴式裝置建立該無線通訊管道，經由該無線通訊
管道將與該半導體製造工具相關的該操作資訊傳輸至該MR頭戴式裝置；
藉由該MR頭戴式裝置經由該無線通訊管道而自該MR控制系統接收與該半導體製造工
具相關的該操作資訊，其中該操作資訊包含從該半導體製造工具的一或多個感測器取得

的感測器數據；及

藉由該MR頭戴式裝置在一MR環境中成像與該感測器數據及一或多個控制特徵相關的
內容。

23.   如請求項 22之經由MR對話控制半導體製造工具的方法，更包含：
藉由該MR頭戴式裝置識別與該MR控制系統相關的一無線存取點及與該無線存取點相
關的一密碼；及

利用該密碼連接至該無線存取點。

24.   如請求項 22-23中任一者之經由MR對話控制半導體製造工具的方法，其中該經成像的
內容包含一使用者介面元件，該使用者介面元件指示包含在該MR控制系統所獲得之感
測器數據中的一感測器數值。

25.   如請求項 24之經由MR對話控制半導體製造工具的方法，更包含：
藉由該MR頭戴式裝置接收一使用者輸入，該使用者輸入指示該使用者介面元件將相對
於該半導體製造工具固定於一空間座標處；

在相對於該半導體製造工具固定的一座標系統中識別一群空間座標，其中該群空間座標

指示該使用者介面元件相對於一固定空間座標之複數邊界；

識別該MR頭戴式裝置相對於該座標系統之一物理位置及一位向；及
基於該MR頭戴式裝置相對於該固定空間座標之該物理位置及該位向修改該使用者介面
元件的呈現。

26.   如請求項 22-23中任一者之經由MR對話控制半導體製造工具的方法，其中該操作資訊
包含該半導體製造工具之一或多個內部元件之複數位置，其中該經成像的內容包含該半

導體製造工具之該一或多個內部元件隨著時間之該複數位置的複數三維表示，且其中該

半導體製造工具之該一或多個內部元件之該複數位置的該複數三維表示係基於該MR頭
戴式裝置相對於該半導體製造工具的一物理位置及位向而成像。

27.   如請求項 26之經由MR對話控制半導體製造工具的方法，更包含：
藉由該MR控制系統傳輸與該半導體製造工具相關之三維模型資訊作為該操作資訊的一
部分；及

藉由該MR頭戴式裝置接收該三維模型資訊，其中該一或多個內部元件之該複數位置的
該複數三維表示係基於相對該半導體製造工具的該三維模型資訊所成像。

28.   如請求項 22-23中任一者之經由MR對話控制半導體製造工具的方法，更包含：
藉由該MR頭戴式裝置接收與該半導體製造工具之一操作指令相關的一或多個輸入訊
號；

回應接收該一或多個輸入訊號，使該操作指令傳輸至該MR控制系統；
藉由該MR控制系統自該MR頭戴式裝置接收該操作指令；及
藉由該MR控制系統經由用以與該半導體製造工具以可通訊方式連接的一通訊介面傳輸
一命令，以改變該半導體製造工具的狀態或代表該半導體製造工具之一數位分身的狀態。

29.   如請求項 22-23中任一者之經由MR對話控制半導體製造工具的方法，其中該感測器數
據包含該數位分身所產生之虛擬感測器數據，其中儲存在該MR控制系統之該記憶體中
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的該複數指令使該MR控制系統之該一或多個處理器自該數位分身接收該虛擬感測器數
據。

30.   如請求項 22之經由MR對話控制半導體製造工具的方法，更包含：
藉由該MR頭戴式裝置接收指示與該半導體製造工具相關之第二操作資訊的一輸入，其
中該第二操作資訊係至少部分不同於該操作資訊；

藉由該MR頭戴式裝置將針對該第二操作資訊之一要求傳輸至該MR控制系統；
藉由該MR控制系統接收針對該第二操作資訊之該要求；
回應接收該要求，藉由該MR控制系統將該第二操作資訊傳輸至該MR頭戴式裝置；及
回應自該MR控制系統接收該第二操作資訊，藉由該MR頭戴式裝置成像與該第二操作
資訊相關的第二內容。

圖式簡單說明

圖 1A及 1B顯示根據某些實施例之半導體製造工具之零件的上視與透視概圖。
圖 2顯示根據某些實施例之利用MR成像裝置如MR頭戴式裝置控制半導體製造工具之

MR控制平台的例示概圖。
圖 3A及 3B顯示之流程圖例示在MR頭戴式裝置與MR控制系統之間建立通訊管道的例

示程處理。

圖 4顯示根據某些實施例之控制半導體製造工具之資訊流的圖。
圖 5A及 5B顯示根據某些實施例之流程圖，其例示經由MR頭戴式裝置成像使用者介面

元件之例示性處理，使用者介面元件指示半導體製造工具之操作資訊。

圖 6A-6E顯示根據某些實施例之與圖 5A及 5B中所示之處理之一或多個步驟相關之MR
頭戴式裝置之一視角的例示性視圖。

圖 7顯示根據某些實施例之用以配置欲由MR頭戴式裝置成像之資訊之配置介面的實例。
圖 8A及 8B顯示根據某些實施例之流程圖，其例示經由MR頭戴式裝置成像半導體製造

工具之內部元件/零件之表示之例示性處理。
圖 9A顯示根據某些實施例之例示性視圖中的處理室。
圖 9B顯示根據某些實施例之在 AR、VR、或MR環境中所成像之內部元件/零件之 3D影

像的例示性視圖。

圖 10顯示根據某些實施例之用以自半導體製造工具之數位分身成像半導體製造工具操作
資訊之例示性系統的概圖。

圖 11A及 11B顯示根據某些實施例之流程圖，其例示用以成像與半導體製造工具之數位
分身相關之內容的例示性處理。

圖 12顯示例示性電腦系統，其可用以施行文中所述之某些實施例。
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